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Abstract (en)
[origin: EP0154431A1] This invention relates to an integrated circuit chip assembly wherein at least one integrated circuit chip (e.g., 46-48, 49)
is attached to a substrate (e.g., 28) of a single crystal material, said at least one chip being electrically connected to lithographically connected
circuitry (e.g., 50-54) on the substrate. The chips may be on top or on the bottom of the substrate or both, may be placed within wells or grooves
in the substrate or may be placed above or below the wells or grooves via peripheral attachment of the chips. Walls of the wells or grooves permit
alignment by match-up with beveled edges of some chips. Circuitry may be also applied to the walls of some wells to permit connections to chips
secured below the substrate.

Abstract (fr)
Assemblage de puce de circuit intégré dans lequel au moins une puce de circuit intégré (p.ex. 46-48, 49) est fixée sur un substrat (p.ex. 26) d'un
matériau monocristallin, cette puce étant connectée électriquement à un réseau de circuit connecté de manière lithographique (p.ex. 50-54) sur le
substrat. Les puces peuvent être placées sur la partie supérieure ou la partie inférieure du substrat ou les deux, et peuvent être placées dans des
puits ou rainures dans le substrat, ou alors elles peuvent être placées au-dessus ou sous les puits ou rainures par fixation périphérique des puces.
Les parois des puits ou rainures permettent l'alignement par correspondance des bords biseautés de certaines puces. Un réseau de circuit peut
également être appliqué sur les parois de certains puits pour permettre des connexions aux puces fixées sous le substrat.
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